
1 1 / 17
2023

金

時 間 1 4 : 3 0 - 1 7 : 3 0（終了後懇親会（※有料）を開催予定）

会 場
東広島芸術文化ホールくらら
（広島県東広島市西条栄町 7 - 1 9 ）

半導体産業 技術交流会

【主催】株式会社YMFG ZONEプラニング 【協力】経済産業省中国経済産業局、東広島市、中国地域創造研究センター

＜特定半導体の安定供給体制の構築・維持に必要な人材の育成及び確保並びにサプライチェーンの強靱化に関する調査事業＞

相互の交流・連携の「きっかけ」づくりをサポートします

全体の流れ ※詳細については、「【応募要領】技術交流会へのエントリーについて」をご覧ください。

申込はこちらから

・キオクシア岩手（株）
・ソニーセミコンダクタ
マニュファクチャリング（株）

・フェニテックセミコンダクター（株）
・マイクロンメモリジャパン（株）
・三菱電機（株）パワーデバイス製作所

・半導体製造装置メーカー
・部素材メーカー
・半導体業界に参入したい企業
・以下の技術を有する企業 等

コスト削減、メンテナンスの合理化、新工法、
プロセス革新、廃棄物処理、省エネ、蓄エネ、
再エネ導入に関する技術等

その技術！半導体製造に活かしませんか？

お問い合わせ

株式会社YMFG ZONE プラニング

083-223ｰ4202（受付時間 9時～17時）

gijutsu-koryukai@ymfg.ym-zop.co.jp

半導体メーカー技術を持つ企業
【プレゼン企業】

エントリーシートと補足資料、最長10分
のプレゼン動画（任意）を作成

半導体メーカーごとに、興味の
あるプレゼン企業を事前に選定

選定されたプレゼン企業と
半導体メーカで技術交流
（後日、個別商談）

エントリーシート

プレゼン動画の作成（〆10/20）

（プレゼン企業）

プレゼン企業の選定（11/10）

（半導体メーカー）

技術交流会（11/17）

（目安：1社当たり10分）
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